
実現性・期間・概算コスト（開発費 /試作費
/製品単価）・課題抽出をもとに、お互いに
メリットが出せるかを検討します。

開発着手依頼の後、コスト /開発費を提出
します。

商品内容に応じた担当者が訪問します。
製品の詳細仕様 /ターゲットコストのすり
合わせを行います。

各フェーズの担当者がデザイン /設計 /
電気と同時進行で商品設計を行います。
また、都度お客様にご相談させて頂きなが
ら進めます。

試作を使って機能 /構成 /制御 /意匠等を
確認し、課題の抽出を行います。
商品によって内容 /回数が変わります。

協力会社様にて作製します。

組み付け /最終品の各種検査を行います。

ご希望の出荷先 /方法に対応し出荷します。
ご希望に応じ梱包材の手配を行います。

各フェーズ、課題の潰し込み /商品価値の
向上をはかります。

商品設計①をもとにイニシャル費 /
製品単価を提出します。
必要に応じコストダウン検討を行います。

1. 開発相談

2. 商品検討

3. ご依頼

4. 打ち合わせ

5. 簡易設計

6. 試作評価

7. 製品コスト決定

8. 詳細設計

9. 金型 /基板作製

10.T0→Tend

11. 生産

12. 出荷

開発前

量産

開発

1～11のどの行程からでもプロジェクト化が可能です。

H i g h  s p e e d  p r o c e s s
バクツクの爆速開発プロセス

OEM プロセス

2 週

2 週

4 週

4 週

最短納期
で対応

金型で製作したモノを使って検証、課題の
抽出→潰し込みを行います。
基板（ソフト）/二次加工もあわせて作製し
チェックします。

イメージをまず形にして
製品価値を評価

最適な供給方法をご提案

性能とコストの調整

ターゲットコスト開示
すでにある製品の改善
機能追加など再設計も可能


